
Vítejte v O-leaderu
Jsme profesionální výrobce desek plošných spojů s více než desetiletými zkušenostmi. Produktová řada:
jednostranná, oboustranná, vícevrstvá PCB, flexibilní PCB a MCPCB. Můžeme poskytnout rychlý
prototyping servis: S / S za 24 hodin, 4-8 jednotek v 48-96 hodin výroby. 

MINIMÁLNÍ DŘEVĚNÉ DŘEVĚNÉ DÁVKY .025 AVG, .020 MIN .. DÍLY NEPŘIPOJUJÍ 

Baleno s čirou bublinovou bezbarvou fólií, 25 kusů / sáček, umístěte vysoušeč na stranu, umístěte
indikátor vlhkosti na horní stranu

KLIKNĚTE ZDE PRO DALŠÍ INFORMACE: CERAMIC WAFER výrobce Čína

 Popis výrobku

PCB P / N Q503701-A 
Počítání vrstev 2L 
materiál BASE keramika 
Správní rada 0,55 mm 
měď thk 1/1 oz 
Nejmenší otvor 1.6mm 
Počet děr (kusů) 4 
řádek w / s / 
Kontrola impedance S / N (Tol%) N 
Povrchová úprava Elektrické stříbro 
Svařovací maska ​​pro sítotisk zelený 
Jednoduché rozměry Dim X (mm): 109; Dim Y (mm): 50 
Panelizace Dim X (mm): 109; Dim Y (mm): 50; Číslo UPS: 1 
Speciální: odlupovací maska N 
Směrování / děrování CNC 

https://www.o-leading.com/cz/products/Ceramic-Flash-Gold-wholesales-High-Frequency-PCB-wholesales-china.html


Dodavatel telekomunikačních PCB Čína

FAQ
1. Jak O-Leading garantuje kvalitu? 
Náš vysoký standard kvality je získán s následujícím. 
1. Proces je přísně řízen v souladu s normami ISO 9001: 2008. 
2. Rozsáhlé používání softwaru při řízení výrobního procesu 
3. nejmodernější zkušební nástroje a nástroje. Například. Létající sonda, rentgenová inspekce, AOI
(Automated Optical Inspector) a ICT (obvodový test). 
4. Tým zajišťování kvality určený pro proces analýzy případových poruch 
5. Školení zaměstnanců a průběžné školení 

2. Jak si O-Leading udržuje konkurenční cenu? 
V posledním desetiletí se ceny mnoha surovin (například mědi, chemikálií) zdvojnásobily,
ztrojnásobily nebo ztrojnásobily; Čínská měna RMB posílila vůči americkému dolaru o 31%; A naše
pracovní náklady se také výrazně zvýšily. O-Leading však udržoval naše ceny konstantní. Je to
všechno o našich inovacích, jak snížit náklady, zabránit plýtvání a zlepšit účinnost. Naše ceny jsou
velmi konkurenceschopné v oboru se stejnou úrovní kvality. 
Věříme ve vzájemné výhody s našimi zákazníky. Naše partnerství bude oboustranně výhodné, pokud
vám můžeme nabídnout výhodu z hlediska nákladů a kvality. 

3. Jaké typy karet může O-Leading proces vyrobit? 
FR4 běžné desky s vysokým obsahem TG a bezhalogenové, Rogers, Arlon, Telfon, hliníkové / měděné

https://www.o-leading.com/cz/products/printed-circuit-boards-supplier-pcb-manufacturer-in-china.html


desky, PI atd. 

4. Jaká data jsou potřebná pro výrobu PCB? 
Je lepší poskytnout data ve formátu Gerber 274-X. Kromě toho lze zpracovat také Cam350, CAD,
Protel 99se, PADS, DXP ​​a Eagle. 

5. Jaký je typický procesní postup pro vícevrstvé DPS? 
Řezný materiál → vnitřní suchý film → vnitřní gravírování → vnitřní AOI → vícenásobná vazba →
překrývající se lisovací vrstvy → vrtání → PTH → pokovování → vnější suchý film → pokovování →
vnější gravírování → AOI → vnější svařovací maska ​​→ součást COD → dokončovací povrch → frézování
→ E / T → Vizuální kontrola.

Náš tým





Certifikace







Balení a dodání



 Schopnost procesu
Schopnosti výroby PCB
Počet vrstev: 1Layer-32Layer
Konečná tloušťka mědi ： 1 / 3oz-12oz
Min Šířka / mezera interní internal 3,0 mil / 3,0 mil
Min Šířka / rozteč linek externí: 4,0 mil / 4,0 mil
Maximální poměr stran: 10: 1
Tloušťka desky ： 0,2 mm - 5,0 mm
Maximální velikost panelu (palce): 635 x 1500 mm
Minimální velikost vrtané díry: 4 mil
Tolerance pIated Hole: +/- 3mil
BIind / Buried Vias (typy AII): ANO
Prostřednictvím výplně (vodivé, nevodivé): ANO
Základní materiál: FR-4, FR-4high Tg.Halogenový materiál, Rogers, Hliníkový základ,Polyimid,
              Těžká měď
Povrchové úpravy: HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, lmmersion silver,lmmersion Cín, Zlaté prsty, Uhlíkový inkoust

Výrobní schopnosti SMT



Materiál DPS: FR-4, CEM-1, CEM-3, deska na bázi hliníku
Maximální velikost DPS: 510 x 460 mm
Minimální velikost DPS ： 50x50 mm
Tloušťka DPS ： 0,5 mm - 4,5 mm
Tloušťka desky ： 0,5–4 mm
Minimální velikost komponent: 0201
Standardní součást velikosti čipu: 0603 a větší
Maximální výška komponenty ： 15 mm
Min. Stoupání olova: 0,3 mm
Min. Rozteč kuliček BGA: 0,4 mm
Přesnost umístění: +/- 0,03 mm


